WEB SERVICE FOR ANALYSIS OF MEASUREMENT
RESULTS OF SEMICONDUCTOR CIRCUIT ELEMENTS

Jan Stralka
Bachelor Degree Programme (3), FIT BUT
E-mail: xstral00@stud.fit.vutbr.cz

Supervised by: Radek Koci

E-mail: koci@fit.vutbr.cz

Abstract: The bachelor project is designed for ON Semiconductor, manufacturer of semiconduc-
tors in Roznov pod Radhostém. The aim of the project is to increase the output quality of the pro-
duced chips and the efficiency of broken chips detection. The software is written in Java and is
based on the modular algorithms that are applied to map measurements of semiconductor devices
(wafer maps). Application processing runs on Tomcat application server, and the application is
managed via web service interface.
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. UVOD

Tento bakalaisky projekt je zpracovavany pro polovodi¢ovou firmu ON Semiconductor v Roznové
pod Radhostém, kde ma zvysit vystupni kvalitu vyrabénych Cipti a zvysit efektivitu odhalovani
chybnych ¢ipa. Cilem prace je vytvotit webovou sluzbu (Web Service), ktera by aplikovala dané
algoritmy na mapy vysledki méteni polovodiovych soucastek (wafer mapy). Vysledny produkt se
sklada z teéchto casti:
a) Web service, ktery bude poskytovat klientskym aplikacim jednotny a kontrolovany piistup
K proceduram pro zpracovani dat, tento WS bude také pfistupovat k odpovidajicim ulozitim
dat.

b) Mechanizmus asynchronniho zpracovani klientskych pozadavka (zpracovani mize byt Casoveé
naroc¢né) a poskytovani online informaci o aktualnim stavu zpracovani

c) Implementace algoritmi ve formé nezavislych modultl

Implementace je provedena Vv jazyku Java, cilovy opera¢ni systém je Linux (RedHat).

. NAVRH A IMPLEMENTACE

2.1. TECHNOLOGICKY ZAKLAD

V polovodi¢ové vyrobé se jednotlivé Cipy vytvareji do matice na desku, které se fika wafer. Tyto
Cipy je nutné méfit testerem, ktery vyhodnoti vadny Cip v€etné typu naméfené chyby. AvSak ne
vSechny ¢ipy, které projdou méfenim bez vady, splituji kritéria pro vystupni kvalitu. Z naméfenych
produkénich dat je zjisténo, ze naptiklad nékteré Cipy v okoli chybnych ¢ipi mohou mit kratsi zi-
votnost. Také se miize na waferu vyskytnout urcita pravidelnost vyskytu chybnych ¢ipl zplisobena
napfiiklad vadnou maskou.



Obrazek 1: Ukazka algoritmu Wrap around (vilevo pred zpracovanim, vpravo po zpracovani)

Tyto potencialné vadné Cipy je nutné také vytadit. Zpracovani musi byt kontrolovatelné operato-
rem, ktery zada jaké wafery (desky) ¢i loty (sady, vyrobni varky waferl) se maji zpracovat kon-
krétnim algoritmem. Algoritmy jsou dvou zakladnich typi:

Neighborhood analysis

Tento algoritmus zkouma ¢ipy v blizkosti daného vadného Cipu a podle polohy téchto Cip vici
tomuto Cipu i dal§im vadnym ¢ipiim v okoli i podle druhti vad rozhoduje, které z téchto ¢ipt budou
prohlaseny také za vadné. Konkrétni rozhodovaci kritéria se mohou lisit podle typu Cipu, technolo-
gie atd. Prikladem je algoritmus na obrazku 1.0brdzek 1: Ukdzka algoritmu Wrap around (vlevo
pred zpracovanim, vpravo po zpracovani)

Positional analysis

Jedna se o analyzu vadnych ¢ipl v ramci jednoho retiklu nebo multisitu. Na zakladé poznani roz-
misténi opakujicich se vad na stejném misté reticlu nebo multisite je mozno rozhodnout o down-
gradovani urcitych Cipti na celém waferu (napf. tam, kam pfipadd pozice ¢ipu vadného na 80%
,otiski* retikl nebo multisiti).

2.2. STRUKTURA SYSTEMU

Téchto algoritmu je cela fada a je nutné, aby byly modularni a jejich sprava byla jednoducha. Apli-
kace pro zpracovani bézi na aplika¢nim serveru (Tomcat), ke kterému se pfistupuje pomoci webové
sluzby. Rozhrani umozinuje zaddvat pozadavky na zpracovani, dotazovat se na prab¢h zpracovani a
fidit ho.

Na obrazku 2 je uvedena logicka struktura systému. Tenké Sipky znaci kontrolni toky, tlusté Sipky
oznacuji datové toky (pfenos map). Aplikace, kterou se zabyvam, je WS pro Post Processing. Ta je
propojena s ulozistém map, které ma WS rozhrani. Mapy je mozné zobrazovat aplikaci Map Spy.
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Obrdzek 2: Logicka struktura systému



Podstatnou funkcionalitou je sprava pozadavkll. Aplikace musi zajistit vylu¢né zpracovani jednot-
livych map. Kazdy zpracovavany pozadavek bézi v samostatném vlakne.
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Obrazek 3: Znazornéni zpracovavani pozadavkii

2.3. KLIENTSKA APLIKACE

Soucasti bude i jednoducha klientska aplikace na bazi dynamické webové stranky. Bude umoznéno
zadavani pozadavku, zjistovani informaci o prib&hu zpracovani, zobrazeni historie mapy a infor-
mace o jednotlivych algoritmech.

3. ZAVER
Prace by méla zefektivnit proces zjistovani potencialné vadnych Cipl a zavést nové metody zvysSu-
jici vystupni kvalitu. Vypracovany software se planuje nasadit do realného produkéniho provozu a
analyzovat na ném efektivnost riznych algoritmti. Diky moznosti pruzné ménit algoritmy bude
mozné rychle nasazovat nové metody zpracovani map a prizptsobovat stavajici metody.

REFERENCE
[1] Herout, P.: U&ebnice jazyka Java, Ceské Bud&jovice, Kopp 2011, ISBN 978-80-7232-398-2
[2] Eckel, B.: Thinking in Java (4th Edition), Prentice Hall 2006, ISBN 978-0131872486

[3] Amstrong, E.: The Java Web Services Tutorial, Pearson Education 2005, ISBN-
139780201768114

[4] Mirza, A. I.: Spatial Yield Modeling for Semiconductor Wafers, MIT 2005



